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Moorôs law za IC
- eksponencijalni rast u proteklih 40 godina

- duplira se broj tranzistora za 18 meseci
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Kuĺiġta
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Kuĺiġta

üElektronske komponente, pasivne ili 
aktivne, se neophodno pakuju ili smeġtaju 
(inkapsuliraju) u odgovarajuĺa kuĺiġta. 

üOsnovna funkcija kuĺiġtaje da se 
komponenta, odnosno njen funkcionalni
deo ī pelet (ļip)zaġtitiod spoljaġnjih
uticaja (vlage, temperature, mehaniļkih
oġteĺenja, itd.). 

üKuĺiġtasu tako izvedena da se preko
izvoda komponenta lakġe povezuje, tj. 
lemi, u odgovarajuĺe kolo.
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Kuĺiġta

üElektriļnaveza izmeĽupeleta i
izvoda ostvaruje se ģicomkoja se sa
jedne strane bondira za pelet, a sa
druge strane na izvod kuĺiġta.

üĻestose, na osnovu izgleda kuĺiġta
moģeprepoznati o kojoj vrsti
komponente se radi.

üPostoje standardna kuĺiġta za 
odgovarajuĺe komponente.
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Poloģajpeleta unutar kuĺiġta
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Najļeġĺe koriġĺena kuĺiġta bipolarnih tranzistora sa izvodima
diode su u sliļnim kuĺiġtima (samo sa dva izvoda), i tada nose oznake DO.
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Najļeġĺe koriġĺeni tipovi i kuĺiġta 

komponenata za povrġinsku montaģu

Paralelopipedni oblik imaju otpornici, kondenzatori, pa ļaki neki kalemovi. 

Otpornici mogu biti i cilindriļnogoblika. Cilindriļnioblik kuĺiġtase koristi i za

diode - SOD (Small Outline Diodes). Kuĺiġtadiskretnih poluprovodniļkih

komponenata, prvenstveno se misli na tranzistore (bipolarne i unipolarne), 

oznaļavajuse sa SOT (Small Outline Transistors)

SOIC (Small Integrated Circuits)

VSO (Very Small Outline
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Podtipovi i kuĺiġtaintegrisanih kola 

za povrġinskumontaģu

PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)) QFN (Quad Flat Pack Non-lead)

QFP (Quad Flat Pack)
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QFP - Quad Flat Pack

TQFP - Thin Quad Flat Pack

QFN - Quad Flat Pack Non-lead

PQFP - Plastic Quad Flat Pack
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Integrisana kola u BGA - Ball Grid Array kuĺiġtima.
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Prednosti BGA kuĺiġta

üsvojstvo samocentriranja, 

ükraĺe elektriļneveze (a to znaļi manje 

parazitne kapacitivnosti i induktivnosti, pa 

samim tim veĺu brzinurada), 

ümanja mehaniļka osetljivost izvoda, 

üveĺi razmak izmeĽu lemnih taļaka i

übolja termiļka svojstva u odnosu na ostala 

SMD kuĺiġta
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ViġeļipnaMCP - Multi Chip Package kuĺiġta
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Dvojna POP - Package on Package kuĺiġta
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Dimenzije kuĺiġta
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Lemljenje komponenata
ü Pod lemljenjem se podrazumeva postupak kojim se, 
pomoĺurastopljenog dodatnog materijala (lema), izvodi
komponenata spajaju sa provodnim vezama na
ġtampanojploļi(ili sa izvodima drugih komponenata) u 
nerazdvojnu celinu. 

ü Pri lemljenju se izvodi i metal na ġtampanojploļisamo
zagrevaju, ali ne tope, a topi se samo materijal za
lemljenje, s obzirom da ima nisku taļkutopljenja (reda
180oC).
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Ruļno lemljenje

üZa ruļnolemljenje elektronskih komponenata
materijal za lemljenje je najļeġĺetinol ģica
preļnikane veĺegod 1 mm (optimalni preļnik
ovakve ģiceje 0,7 mm). 

üTinol ģice, koje su se pokazale izuzetno dobro u 
praksi, najļeġĺesadrģe60% kalaja i 40% olova
(taļkatopljenja 178oC). 

üSvi elektronski ureĽajikoji ĺese proizvoditi u 
zemljama EU ili koji ĺese u te drģaveuvoziti
moraju da, u skladu sa direktivama RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), eliminiġu
iz proizvodnje tih ureĽajaolovo (Pb), kadmijum
(Cd), ģivu(Hg), hrom (Cr) i brom (Br). 
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Ruļno lemljenje

üZbog toga se proces lemljenja u proizvodnji
elektronskih ureĽajapreusmerava na ģiceza
lemljenje koje ne koriste olovo. 

üU praksi to znaļiviġetemperature topljenja (ġto
ima za posledicu i poveĺanjeradne temperature 
opreme), slabiji, tj. sporiji temperaturni odziv ī 
potrebno je dodatno vreme za rad bez olova, 
pojavljivanje Ămostovañ koji ne obezbeĽuju
dobar kontakt, a takoĽepovrġinalema je 
hrapava, ġtooteģavapregled spojeva.



Skidanje SMD komponenata sa 

ġtampane ploļe(soldering tweezers)
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32-pin MQFP ļip zalemljen ruļno
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Ruļnolemljenje komponenata sa

izvodima
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Ruļnolemljenje komponenata za

povrġinskomontiranje (SMD-a)

Ruļnolemljenje komponenata za povrġinskumontaģu(SMD-a) se obavlja

lemilicama male snage (12 W do 18 W) sa izuzetno uzanim vrhom.
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Lemljenje SMD komponenta

üMetode koje su naġleġirokuprimenu
pri lemljenju SMD komponenata, 
posebno pri automatskoj montaģi
SMD-a, jesu:

¸lemljenje razlivanjem

¸talasnog lemljenja
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Lemljenje razlivanjem
ü Za lemljenje razlivanjem neophodno je koriġĺenjepaste za lemljenje. 

ü Ova pasta se nanosi na ġtampanuploļu, a zatim se komponente
postavljaju tako da se izvodi, odnosno kontaktni zavrġeci, praktiļnourone u 
pastu. 

ü Nakon toga se i ġtampanaploļai komponente zagrevaju, pri ļemuse lem
razliva i ostvaruje istovremeno lemljenje svih komponenata; tipiļne
temperature pri ovom naļinulemljenja su (215÷230)oC.
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Talasno lemljenje
ü Kod talasnog lemljenja komponente se priļvrġĺujuza ġtampanuploļu

lepkom, odnosno adhezivom i, nakon suġenja, ġaljese velika koliļinalema
u obliku talasa preko ploļei komponenata.

ü Za razliku od klasiļnogtalasnog lemljenja koje se ġirokoprimenjuje u
konvencionalnoj tehnici montaģeġtampanihploļasa komponentama sa
izvodima, kod SMD talasnog lemljenja se, najļeġĺe, koristi dvostruki talas: 
najpre se turbulentnim talasom nanosi lem na sve kritiļnetaļkeġtampane
ploļe, a potom se laminarnim talasom sa tih mesta uklanja suviġnilem. 

ü Nedostatak ovog naļinalemljenja je potrebno relativno veliko rastojanje
izmeĽukomponenata.
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